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以下資料由南茂科技股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。
以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意

   認購相關資訊
   公司簡介
   主要業務項目
   最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
   最近五年度簡明資產負債表
   最近三年度財務比率
公司名稱：南茂科技股份有限公司 ( 股票代號：8150 )
	輔導推薦證券商
	元大寶來證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司

	主辦輔導券商聯絡人電話
	柯俊銘 / (02) 2718-1234 分機6759

	註冊地國
	(外國發行人適用)

	訴訟及非訟代理人
	(外國發行人適用)


	輔導推薦證券商認購 南茂科技股份有限公司 股票之相關資訊

	證券商名稱
	元大寶來證券股份有限公司
	群益金鼎證券股份有限公司

	認購日期
	102年4月16日

	認購股數（股）
	1,200仟股
	300仟股

	認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率
	0.14%
	0.04%

	認購價格
	15元

	認購價格之訂定
依據及方式
	南茂科技成立於民國86年7月28日，目前實收資本額84.28億，提供整體性積體電路封裝與測試服務，使客戶的產品能順利地應用在資訊、通訊、辦公室自動化以及消費性電子等相關產品之商品上。
該公司主要的產品有超薄小型晶粒承載器積體電路（TSOP）、細間距錫球陣列封裝（FBGA）、捲帶式晶片載體封裝（TCP）、捲帶式薄膜覆晶封裝（COF）及玻璃覆晶（COG）等之封裝及測試代工和金凸塊製造(Gold Bumping)。                                 
近年來該公司策略性增加LCD驅動IC及金凸塊製造之營收比重，逐步降低記憶體產品市場波動之影響，以維持營收及毛利之持續成長。該公司最近二年度合併營業收入淨額分別為182億元及192億元，稅後淨利分別為1.79億元及12.08億元，每股盈餘分別為0.43元及1.33元，營運獲利呈逐期成長趨勢。
經綜合考量該公司經營績效、競爭優勢與未來產業成長性，參考目前國內上市櫃採樣同業頎邦科技股份有限公司、力成科技股份有限公司、京元電子股份有限公司及欣銓科技股份有限公司等同業近10~30日平均本益比區間約為11.05~11.44倍，並參酌該公司本年度截至目前獲利情形及考量興櫃市場流通性貼水等因素後，本證券商與該公司共同議定興櫃認購價格為15元，應尚屬合理。


	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	一、公司介紹
本公司成立於86年7月28日，坐落於新竹科學工業園區，提供整體性積體電路封裝與測試服務，使客戶的產品能順利地應用在資訊、通訊、辦公室自動化以及消費性電子等相關產品之商品上。
二、歷史沿革
86年07月
公司設立登記，實收資本額伍拾億元，公司名稱南茂科技股份有限公司。
86年09月
新竹測試廠通過ISO9002認證。
86年10月
股票公開發行。
86年11月
新竹測試廠通過ISO14001認證。
87年07月
南茂日本子公司設立。
87年08月
南科封裝廠完工啟用。
87年10月
竹科測試廠通過QS 9000。
87年11月
台南廠核准開工，開始記憶體IC TSOP/QFP封裝量產。
87年12月
台南封裝廠通過ISO9002認證。
88年07月
併購美商Microchip高雄廠(高雄電子)。
88年07月
成為全球第一家成功開發模流分析技術(Cross-flow Modeling Technique)之專業封裝廠，並開始Mixed Signal產品測試與球格陣列封裝(Ball Grid Array, BGA)。
88年10月
南科封裝廠與高雄廠通過QS 9000認證。成立南茂美國子公司。
89年04月
開始LCD驅動IC的TCP封裝測試生產線。
89年07月
台南封裝廠通過ISO14001認證。
89年10月
品質實驗室榮獲(CNLA)中華民國實驗室認證。
89年11月
開始12吋晶圓封裝測試。
90年01月
本公司之主要股東台灣茂矽電子股份有限公司 (茂矽公司)及其他股東於九十年一月十二日將其持有本公司70.25%之普通股股權出售予百慕達商南茂科技股份有限公司(百慕達南茂公司)，並同時將所取得之出售股權價款全數認購百慕達南茂公司所發行之股份。截至九十年底止，百慕達南茂公司持有本公司69.7%之股權。
91年09月
投資華特電子工業股份有限公司。
91年12月
投資泰林科技股份有限公司。
92年01月
成功推出高技術層次COF封裝測試技術。
92年02月
投資利弘科技股份有限公司。
92年08月
完成DDRII封裝測試量產準備。
92年12月
新竹測試廠暨台南封裝廠通過ISO 90001:2000與ISO/TS 16949:2002 國際認證。
92年12月
開始LCD驅動IC玻璃覆晶 (COG Chip On Glass)量產。
93年01月
投資信茂科技股份有限公司。
94年11月
本公司與華特電子工業股份有限公司正式辦理合併，以本公司為存續公司，合併後資本額增加為捌拾玖億參仟肆佰肆拾貳萬貳仟玖佰壹拾元整。
95年01月
竹北廠通過ISO/TS 16949:2002認證。
95年04月
與資策會、甲骨文結盟，開發晶圓測試即時共通資訊系統。
95年09月
榮獲經濟部第十四屆『優等創新企業獎』。
96年05月
臺南第二座封裝新廠完工啟用。
96年08月
榮獲95年度金貿獎。
96年09月
與百慕達商南茂科技股份有限公司進行股份轉換，成為百慕達商南茂100%持有之子公司。
98年10月
南茂日本子公司解散。
102年04月
申請登錄興櫃股票。
三、經營理念
· 我們的使命
· 持續改善建立有競爭力之封測服平台。
· 創新技術支持客戶業務發展的需求。
· 訓練員工、即時迅速的趕上技術演進的腳步。
· 我們的願景
· 成為全球封測業的領導廠商。
· 與客戶建立長期、互惠的伙伴關係。
· 充份利用現有核心技術拓展業務。
· 珍惜員工為最有價值之資產。
· 維護股東權益
四、未來展望
本公司多年來積極接觸客戶與市場，隨著客戶與市場之成長，本公司已成功奠定產品品質及公司形象基礎，並逐漸在市場上佔有一席之地。因應產業發展趨勢及國內外市場競爭，期望藉由長短期發展計畫之實踐以調整公司體質，提昇整體競爭力。
(1) 短期業務發展計畫：以保守穩健加強客戶服務與成本降低為目標，確保鞏固訂單與公司生存發展。
(2) 長期業務發展計畫：積極開發全球市場，並以提供專業之積體電路後段全程服務(Turnkey)為目標。




	主要業務項目：
本公司主要的產品有超薄小型晶粒承載器積體電路（TSOP）、細間距錫球陣列封裝（FBGA）、捲帶式晶片載體封裝（TCP）、捲帶式薄膜覆晶封裝（COF）及玻璃覆晶（COG）等之封裝及測試代工和金凸塊製造(Gold Bumping)。                                           

	公司所屬產業之上、中、下游結構圖：
半導體生產可分成設計、光罩、製造、封裝與測試等功能層級，組成一產業價值鏈。該公司主要業務為提供LCD驅動IC、記憶體IC、及邏輯/混合訊號IC後段封裝及測試代工服務（IC Back-End Services），屬半導體的下游產業。
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	產品名稱
	產品圖示
及介紹
	重要用途或功能
	最近一年度
營收金額(仟元)
	佔總營收
比重(%)

	記憶體IC
	動態隨機存取記憶體/

靜態隨機存取記憶體/

快閃記憶體之封裝與測試
	通訊、電腦之消費性電子產品之資料儲存
	8,823,716
	51.92%

	液晶顯示器驅動IC
	LCD驅動IC封裝之前/後段製程產品
	驅動IC係液晶顯示器(LCD)重要零組件，而LCD應用層面廣泛。
	7,276,710
	42.82%

	邏輯/混合訊號IC
	消費性產品之邏輯/混合訊號IC
	行動電話、多功能電話、PDA、衛星定位系統、遊戲機、數位相機、攝影機、電子寵物機、計算機、傳真機、影印機、電子字典、股票機、彩色投影電視機及手錶
	894,578
	5.26%

	合     計
	16,995,004
	100.00%




	最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
單位：新台幣仟元                      

	年度
項目
	97年
	98年
	99年
	100年
	101年
	102年截
至2月份止
(自結數)
(註)

	營業收入
	$14,494,970
	$10,386,754
	$14,594,517
	$15,981,987
	$16,995,004
	2,495,189

	營業毛利
	115,884
	(3,143,930)
	265,257
	1,393,328
	2,347,180
	325,321

	毛利率(%)
	0.80
	(30.27)
	1.82
	8.72
	13.81
	13.04

	營業外收入
	312,871
	226,888
	3,764,524
	341,881
	267,094
	196,578

	營業外支出
	(937,895)
	(579,780)
	(891,490)
	(521,511)
	(492,455)
	82,304

	稅前損益
	(3,574,094)
	(4,837,635)
	2,281,960
	361,523
	1,198,269
	300,684

	稅後損益
	(3,273,400)
	(4,434,143)
	2,404,183
	361,891
	1,119,395
	251,042

	每股盈餘（元）
	(3.88)
	(5.26)
	2.85
	0.43
	1.33
	0.30

	股利發放
	現金股利(元)
	－
	－
	－
	－
	0.50
	－

	
	股票股利(資本公積轉增資)(元)
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	
	股票股利(盈餘轉增資)(元)
	－
	－
	－
	－
	－
	－


(註)係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。
	最近五年度簡明資產負債表
單位：新台幣仟元

	年度
項目
	97年
	98年
	99年
	100年
	101年

	流動資產
	$ 6,580,449
	$ 6,133,736
	$ 10,039,272
	$ 10,065,963
	$ 12,307,347

	基金及長期投資
	2,163,056
	1,830,751
	1,738,129
	1,655,788
	1,945,708

	固定資產
	19,539,093
	17,500,837
	14,863,798
	11,746,474
	10,184,847

	無形資產
	－
	－
	－
	－
	84,636

	其他資產
	438,264
	462,831
	813,472
	842,006
	646,599

	資產總額
	28,720,862
	25,928,155
	27,454,671
	24,310,231
	25,169,137

	流動
負債
	分 配 前
	7,788,529
	5,534,261
	9,130,490
	3,854,270
	5,281,682

	
	分 配 後
	7,788,529
	5,534,261
	9,130,490
	3,854,270
	－

	長期負債
	6,378,664
	10,545,684
	6,013,548
	7,871,800
	5,719,000

	其他負債
	1,018,044
	645,725
	584,335
	521,118
	636,858

	負債
總額
	分 配 前
	15,185,237
	16,725,670
	15,728,373
	12,247,188
	11,637,540

	
	分 配 後
	15,185,237
	16,725,670
	15,728,373
	12,247,188
	－

	股本
	8,857,606
	8,857,606
	8,428,553
	8,428,553
	8,428,553

	資本公積
	2,240,757
	2,327,877
	1,411,068
	1,455,657
	1,615,083

	保留
盈餘
	分 配 前
	3,485,413
	(948,730)
	1,824,235
	2,186,126
	3,303,407

	
	分 配 後
	3,485,413
	(948,730)
	1,824,235
	2,186,126
	－

	累積換算調整數
	(1,704)    
	(2,519)    
	(1,629)    
	(1,134)    
	(21,326)    

	金融商品未實現損益
	－
	14,698
	64,071
	(6,159)
	256,511

	未認列為退休金

成本之淨損失
	－
	－
	－
	－
	(50,631)

	庫藏股票
	(1,046,447)
	(1,046,447)
	－
	－
	－

	股東權益總額
	分 配 前
	13,535,625
	9,202,485
	11,726,298
	12,063,043
	13,531,597

	
	分 配 後
	13,535,625
	9,202,485
	11,726,298
	12,063,043
	－




	最近三年度財務比率

	年  度
項  目
	99年
	100年
	101年

	財
務
比
率
	毛利率(%)
	1.82
	8.72
	13.81

	
	流動比率(%)
	109.95
	261.16
	233.02

	
	應收帳款天數(天)
	108.98
	62.74
	70.52

	
	存貨週轉天數(天)
	27.68
	34.39
	38.52

	
	負債比率(%)
	57.29
	50.38
	46.24




投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!![image: image7.png]
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公司概況資料表
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